
내용/문제점NO 목적/원인

201

대책 일정 비고

변
경
전

변
경
후

10/16A 부품 조립도면 입수 후 해당부품(Silicon 
Mic) 수정

16 OCT 2020

**

**

상세: 3d data 참조Silicon_Mic 형합성 개선목적

• 모델명: AI 2 MAX
• 부품명: PCBA_MIC
• 제작처(Mold, Press): TBD / 조립양산처: TBD
• 내용: Silicon_Mic 형합성 개선목적

ALT/Foxconn요청
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A. 해당부품


